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1. 键合丝： 

 键合丝主要应用于晶体管、集成电路等半导体器件和微电子封

装的电极部位或芯片与外部引线的连接。键合丝作为封装用内引线，
是半导体分立器件和集成电路封装业五大必需基础材料（芯片、基
板、框架、键合丝、密封封料）之一。 

2. 市场概括： 

 据SEMI报告预计，2015年全球封装材料市场需求已达212亿美

元，年度复合增长率约4.0%，其中键合丝的市场规模约占整个封装
材料市场的15.4%，约32.6亿美元。 

 全球封装产业开始向中国转移，国内封装材料市场发展空间巨
大。目前，国内封装业90%以上仍采用引线键合方式，键合丝需求

仍然快速增长，尤其是薄型小尺寸封装、方型扁平式封装等产品，
仍是未来5～10年需求最大的产品。 

 外资企业凭借技术积累与专利持有条件，国内键合丝市场占有
率高达80%。国内企业由于专利壁垒和生产工艺难点发展较为缓慢，

但随着未来几年世界及国内键合丝市场的不断扩大，在制造技术和
产品质量方面都会有更大的提升。 

铜丝经施镀1 min并热处理后的形貌和镀层成分。钯镀层致密均匀。 

铜丝与镀钯铜丝热处理 

前后的拉断力。 

传统化学镀液与新型镀液 

放置24小时后的照片。 
 

较目前工艺，过程高效环保，
优势显著 

 

符合《YS/T678-2008半导体
器件键合用铜丝》标准 

产业优势： 
1. 国家政策支持： 

 键合丝产业属于电子信息产业，是国民经济的战略性、基础性

和先导性支柱产业，享受国内政府的政策支持。 

2. 行业水平日益提高： 

 半导体封装行业的发展推动键合丝行业发展先进技术、引进先

进设备，不断提高产品的技术含量，开发新型产品。 

3. 国际生产基地向中国转移: 

 全球电子信息产业大规模向中国转移，中国已经成为世界电子

信息产品的生产基地。 
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硅铝丝、银丝：面向特殊要求用户
的初级产品。 

裸铜丝：导电性能好，面向初级用
户，附加值较低。 

金丝：延展性、抗氧化性优异；低
附加值、低利润。 

镀钯铜丝：综合性能好，价格有优

势，使用范围广，附加值高。 

一、背景介绍 

Cu 
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理想键合丝应具备的性能特点： 

线径小、电阻率低、可焊性好、

表面抗氧化等。 
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线径更细，性能更优，成本更低 

铜键合丝： 

 优点：较金丝成本低，低电阻，高导热。 

 缺点：易氧化，硬度、屈服强度高。 

以自主创新面对知识产权壁垒！ 

镀钯铜键合丝 铜键合丝技术发展方向 

表面镀钯：防止铜丝氧化，调整铜丝硬度，不降低导电性和可焊性。 

二、超细镀钯铜键合丝 

以自主技术保证竞争优势！ 

三、镀钯铜键合丝产业展望 
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镀钯自主技术优势： 

1.镀钯液绿色环保、成本低。 

2.镀钯液维护简单。 

3.施镀速度快。 

4.钯镀层致密、与基底结合好。 

诚挚欢迎来电进行洽谈合作！ 

20 μm铜丝形貌和产品。 

镀钯铜键合丝主要性能指标： 

1.直径：15-50 μm。钯镀层均匀致密，厚度约为直径的5-10%。 

2.20 μm键合丝力学性能：延伸率7-13%和拉断力8-16g，符合标准。 

3.保质期：密封状态6个月以上；开封后：室温干燥环境60天。 

4.抗氧化性能：200 ºC，大气环境，≥80 hrs。 


